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投资者关系活动记录表 

                                              编号：2025-004 

投资者关系活

动类别 

 

特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            业绩说明会 

□新闻发布会          路演活动 

现场参观            □其他（电话会议） 

参与单位名称 
中金公司、西部利得、富安达基金、永诚资产、丹羿投资、准

锦投资、长江证券、君璞咨询、国君资管等10人。 

时间 2025年3月25日 

地点 上海分公司会议室 

上市公司接待

人员姓名 
副总经理、董事会秘书：彭民先生 

应用技术部&市场部副总经理：南亚雄先生 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

 

1．公司在高铜浆料的战略布局？  

答：在高铜浆料解决方案上，公司进行了长期的自主研发，

并与TOPCon龙头客户深入合作，进行高铜浆料与种子层浆料

联用解决方案的验证与应用实践，已经形成了明显的先发优

势。公司目前主要围绕龙头客户进行战略合作，并形成相应的

先发优势。后续，将积极推动高铜浆料与种子层浆料联用解决

方案在TOPCon/TBC电池组件一体化龙头客户的推广应用。 

2．公司对2025年出货量的预期？ 

答：光伏导电浆料作为光伏电池制造的关键原材料，其市

场发展跟全球光伏装机量密切相关。根据不同研究机构预测，

2025年全球光伏新增装机仍将持续增长。公司作为光伏导电浆

料领域的龙头企业，将持续受益于全球光伏装机持续稳健增长

的红利，并通过进一步提升在龙头客户群体中市占率策略，双

向协同，实现公司稳健发展。 



3．公司不同类型银浆的加工费情况？  

答：相较于前几季度，公司的TOPCon银浆加工费相对稳

定，HJT和TBC电池的浆料加工费要高于TOPCon银浆。未来随

着TBC/HJT等新电池技术产能的进一步增长，和高铜浆料及其

他低银金属化技术创新与产业化发展，对于改善未来公司的盈

利能力具有重要积极作用。 

4．公司高铜浆料的相关壁垒？ 

答：我们认为，未来随着高铜浆料的推出，相应公司产品

建立的行业壁垒会更高。从技术上来说，因为高铜浆料技术应

用方案本身包括了两种不同类型的浆料的联合使用，各自有技

术壁垒的同时，其联合协同使用也有相应的壁垒。从种子层浆

料玻璃粉的全新开发设计、银粉体系的重构和形貌调控，到贱

金属粉体表面特殊处理和高铜浆料配方增强，以及种子层与高

铜层界面适配等，其技术难度会是多维度的提升。从商业上来

看，公司目前在含铜浆料的可靠性、出货及市场化推广上处于

行业领先位置，结合公司在现有TOPCon、TBC、HJT浆料领域

领先的份额、技术地位以及客户结构积累优势，公司将持续积

极与客户协同创新，优化市场落地节奏。 

5．高铜浆料量产后的定价模式？ 

答：随着技术的进步和成本的降低，未来高铜浆料的定价

模式将从加工费模式转变为产品定价模式。 

6．高铜浆料与异质结银包铜浆料的成本区别在哪里？ 

答：高铜浆料的成本要高于异质结银包铜浆料。高铜浆料

对于金属粉体可靠性要求更高、技术难度更高，相关金属粉体

需要做特殊表面处理、工序更多，同时高铜浆料配方也有专门

的可靠性与导电性增强设计，成本结构比异质结银包铜更为复

杂、也更高。 

7．公司目前高铜浆料的原材料供应商有哪些？  

答：高铜浆料需要使用不同形状和不同尺寸的粉体进行复



配，公司使用的粉体供应商结构目前较为多元。购入相关粉体

后，公司会进行独特的表面处理和配方增强，这也是相关浆料

产品技术壁垒提升的一部分体现。 

8．公司硝酸银与金属粉体项目进展如何？ 

答：硝酸银产品的纯度对于金属粉体的性能有重要影响，

公司投资建设硝酸银项目与金属粉体项目，可以极大程度地保

障供应链安全性与稳定性，并有利于降低原材料成本，构建企

业竞争壁垒，提高公司产品竞争力。公司硝酸银项目预计今年

上半年建成试投产，金属粉体项目将根据下游客户的需求以及

高铜浆料技术的放量趋势来进行规划建设。 

9．公司的外币贷款情况如何？ 

答：2024年末，公司外币贷款余额折合成人民币为3.90亿

元。公司将继续密切关注国内外政治、经济形势等，与各渠道

专业人士交流，择机开展外汇衍生产品交易业务，进行合理的

外汇风险管理；同时，公司持续推进国产银粉替代，降低进口

银粉采购比例，以减少汇率波动对公司产生的影响。 

附件清单（如

有） 
无 

日期 2025年3月25日 

 


